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flir Montage- und Handhabungstechnik, die
vom 21. bis 24. September 2009 wieder in
der Landesmesse Stuttgart stattfindet, wirft
gut vier Monate vor Veranstaltungsbeginn
ihren &uBerst positiven ,Schatten” voraus.
Dass die 28. MOTEK trotz oder gerade
wegen der nach wie vor schwierigen wirt-
schaftlichen Lage der meisten Kunden ein
schénerund nachhaltiger Erfolg wird, davon
zeigen sich der Projektleiter Rainer Bachert
und sein Team, schon heute Uberzeugt:
,S0 friih hatten wir noch nie dhnlich starke
Ausstellerzahlen zu melden, wobei fiir uns
sehr erfreulich ist, dass die allermeisten
JAlt-Aussteller” sozusagen bei der Stange
bleiben und aus dem nahen und fernen
Ausland steigendes Interesse zu verzeich-
nen ist. Aus diesem Grund haben wir auch
die anfangs auf Grund der konjunkturellen
Tribung eher zuriickhaltende Aufplanung
der Hallen in der Landesmesse Stuttgart
revidiert und planen nun die Hallen 1, 3, 5,
7 und 9 komplett ein”, so Rainer Bachert in
einem ersten Resiimee.

MOTEK belegt Hallenstrang | mit den
Hallen 1 bis 9 vollstandig
Um die 28. MOTEK fiir die
internationalen Aussteller

Motek

und Forschung” sowie ,,Mit dem Blick in
die Zukunft“ befassen. Fir diese neuen
Themenparks konnten ausgewiesene und
kompetente Partner gewonnen werden,
die sowohl als ideelle Tréger wie als fach-
liche Begleiter agieren. Zu nennen wére
hier beispielsweise das Stuttgarter IPA
Fraunhofer Institut fiir Produktionstechnik
und Automatisierung, das sich mit dem
Themenkomplex ,Rapid Manufacturing”
als Sonderschau mit Querschnittfunktion
sehr stark einbringt.

Interdisziplindres Informations- und
Kommunikationsangebot

Aber auch die bereits erwédhnten
Themenparks gldnzen durch namhafte Mit-
Organisatoren und Teilnehmer. Denn fiir den
Themenpark ,,Mechatronik” sind schon jetzt
27 Hochschulen, Institutionen und Firmen
fest angemeldet, wéahrend sich fiir den inno-
vativen Themenpark ,Mikrosystemtechnik”
nach aktuellem Stand rund 50 potenzielle
Teilnehmer, die ebenfalls aus Forschung
und Lehre wie aus Unternehmen und
Instituten kommen, interessieren. Den
Blick nach vorne richten,
hei3t hier allerorten die
Devise; zumal die 28.

wie die internationalen MOTEK  Internationale
Fachbesucher  noch Fachmesse fiir Montage-
interessanter und damit und Handhabungstechnik
erfolgversprechender mit  ihrem  komplet-
denn je gestalten zu kén- ten  Angebot  an

nen, was in diesen Zeiten
zur  Vertrauensbildung
beitragen soll, wird das
Informationsangebot
um zusétzliche
Présentations- und
Kommunikations-
Plattformen ausgebaut.
Dies in Gestalt von so
genannten Themenparks,
die sich &hnlich wie die bereits mehr-
fach durchgefiihrte und sehr erfolgrei-
che Sonderschau ,Gemeinschaftsstand
Mechatronik  begreifen!” mit so hoch
interessanten wie absolut zukunftstrdch-
tigen Themen wie ,Mikrosystemtechnik*
und ,Mechatronik“ oder auch ,Bildung

Komponenten,  Bau-
gruppen, Subsystemen
und Komplettiésungen
fir die  Produktions-
und Montage-
Automatisierung zur rech-
ten Zeit stattfindet. Denn
die Auguren deuten die
aktuellen Zeichen dahin-
gehend, dass spétestens
ab September wieder ein leichtes Anziehen
der Produktionstétigkeit erwartet werden
darf und dass dann jene Firmen vorne
mit dabei sind, die in ihren Bemihungen
nach mehr Produktivitét und Effizienz in der
Fertigung und in der Montage nicht nach-
gelassen haben.

Una nuova linea Autorotor:
Uun NUOVO SUCCEeSSOo

E’ stata
accol-
ta con
estre-
mofavo-
re dal
mercato
la nuova
linea TE di
servo drives
lanciata dal-
I’Autorotor.
Come € noto,
il servo € una
tavola con-
tinua, senza
stazioni prede-
finite e quindi
programma-
bile, guidata
generalmente
da un motore brushless con i relativi
azionamenti.
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gestite dal cervello della macchina
su cui erano montate.
La novita rispetto al passato & che

autorotor

adesso I’Autorotor fornisce il pac-
chetto completo: tavola, riduttore,

Oltre 50 noti leader del mercato,
'aumento della percentuale di robot
e applicazioni, due aree speciali:
il Fraunhofer IFAM di Brema e il
Centro di tecnologie di incollaggio
TC-Palenberg di Ubach hanno com-
pletamente occupato I'area predi-
sposta nel padiglione 7.

Anche nel 2009, la 3a edizione di
BONDEXPO prosegue costantemente
e ancora una volta si impone con la
partecipazione di quasi tutti i leader
del mercato internazionale, cosa non
da poco in un anno cosi difficile come il
2009. Nonostante i problemi, si mostrano
anche e sempre le opportunita. Una di
queste & 'aumento della tecnica di incol-
laggio come metodo per la giunzione di
moderni materiali in campo automobilistico
per la coibentazione e I'ermetizzazione.
Nell'industria automobilistica e relativo
indotto, continua sempre piu la tendenza
“incollare anziché saldare” e questa alter-
nativa presenta vantaggi non solo tecnici,
ma soprattutto produttivi ed economici.
Incollaggio: piu efficiente e piu eco-
nomico

Secondo Marc Speidel, capoprogetto del
BONDEXPO ¢ chiaro che nessuno pud sot-
trarsi a queste innovazioni, se si vuole esse-
re e rimanere competitivi oggi € domani.
Pertanto, alla 3a edizione di BONDEXPO,
Fiera specializzata per le tecnologie di incol-
laggio industriale, che si svolge come sem-
pre in parallelo al leader mondiale MOTEK
- Fiera internazionale per la tecnologia di
montaggio, assemblaggio e manipolazione
- hanno aderito significativamente, confer-
mando la propria partecipazione, piu costrut-
tori di robot e di sistemi di applicazione di
materiali di incollaggio, che qui si sentono
nell’ambiente giusto. La costellazione unica
nel suo genere del duo fieristico BONDEXPO
e MOTEK, nel’'ambito dei sistemi di incollag-
gio, coibentazione, espansione ed ermetizza-
zione in diretta connessione con attrezzature
per 'applicazione e con sistemi robotici, con-
vince anche nel 2009 sia gli espositori, sia i
visitatori provenienti da tutto il mondo.
Applicazione robotizzata di materiali di
incollaggio

Esistono anche altri aspetti delle tecniche
di incollaggio. Ad esempio i moduli foto-
voltaici e solari si producono piu facilmente
e con un costo minore grazie all’aiuto dei
materiali di incollaggio e di coibentazione.
Per questo si richiedono soluzioni di pro-
cesso e di applicazione efficienti. Cosi si
completa il cerchio a partire dall’offerta di
prodotti e informazioni sul BONDEXPO e
sul MOTEK, in quanto la robotica e i sistemi
handling sono assolutamente essenziali per
I'applicazione affidabile e di alta qualita di
materiali di incollaggio e di coibentazione
per moduli relativamente grandi.

Nuovi mercati da cogliere

I BONDEXPO, la Fiera specializzata per
le tecnologie di incollaggio industriale, ha
quindi non solo una funzione di mediazione,
ma & un motore economico in cui promuo-
ve l'utilizzo di sistemi robotici e handling
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* Materie prime per colle e
sigillanti

*  Macchine, impianti ed
accessori per la produzione
di colle

e Colle e sigillanti

*  Macchine, impianti ed
accessori per la lavorazione

di colle

¢ Controllo qualita e
metrologia

e Servizi

®  Rohstoffe fiir Kleb- und
Dichtstoffe
®  Maschinen, Anlagen
und Zubehor fiir die
klebstoffherstellende
Industrie
Kleb- und Dichtstoffe
Maschinen, Anlagen
und Zubehor fiir die
klebstoffverarbeitende
Industrie
Priif- und Messtechnik
e Dienstleistungen
:00‘00‘00.00.0..0..0.‘00
per la produzione di componenti fotovoltaici
e moduli solari. In ogni caso, nel 2009 il
3° BONDEXPO non potra che affermarsi,
poiché le moderne tecniche di incollaggio
appartengono al futuro, cosi come le attuali
soluzioni ibride, e queste tecnologie e pro-
cessi non rimarranno esclusivi dell'industria
automobilistica e del suo indotto.

Uber 50 namhafte Marktteilnehmer,
steigender Anteil an Robotern und
Applikationen, zwei Sonderschauen
vom Fraunhofer IFAM (Bremen) und vom
TechnologieCentrum Kleben (TC Ubach-
Palenberg) = komplette Belegung der
vorgesehenen Fldche in Halle 7

Die 3. BONDexpo setzt auch im Jahr 2009
ihren Kurs konsequent fort und beein-

druckt ein weiteres Mal durch die
Teilnahme fast aller internationalen
4 Marktfiihrer, was im schwierigen Jahr
2009 so gar nicht selbstverstdndlich
ist. Jedoch zeigen Probleme auch
immer Chancen auf und eine davon ist
der verstérkte Einzug der Klebetechnik
als Verfahren zum Verbinden moder-
¢ ner Automobilwerkstoffe wie zum
Démmen und Dichten. Denn in der
Automobil- und  Zulieferindustrie
setzt sich der Trend ,Kleben statt
SchweiBen® immer mehr durch, und
diese Alternative hat nicht nur technische,
sondern auch handfeste Produktions- und
damit Wirtschaftlichkeits-Vorteile.

Kleben ist effizienter und wirtschaftlicher
FiirMarc Speidel, ProjektleiterderBONDexpo
ist klar, dass sich diesen Neuerungen nie-
mand entziehen kann, will er heute und
morgen wettbewerbsféhig sein und bleiben.
Deshalb haben sich laut seiner Auskunft zur
3. BONDexpo Fachmesse fiir industrielle
Klebetechnologien, die wie immer parallel
zur Welt-Leitmesse MOTEK Montage- und
Handhabungstechnik stattfindet, deutlich
mehr Hersteller von Robotern und von
Klebstoff-Applikationssystemen angemel-
det, zumal sie sich hier im richtigen Umfeld
wéhnen. Die einzigartige Konstellation
des Fachmessen-Duos BONDexpo und
MOTEK, ndmlich in dem Fall Klebe-, Damm-
, Schdum- und Dichtsysteme in direkter
Verbindung mit den Applikationseinrichtun
gen und mit Robotersystemen zu zeigen,
Uberzeugt Aussteller wie Fachbesucher aus
aller Welt auch und gerade im Jahr 2009.
Ratio-Effekte durch robotergestiitzte
Klebstoff-Applikation

Aber auch ganz andere Klebetechnik-
Aspekte sorgen fiir Auftrieb, denn die
Photovoltaik- und Solarmodule lassen sich
mit Hilfe von Kleb- und Dichtstoffen einfa-
cher und kostengtnstiger herstellen und
deshalb sind hier effiziente Prozess- und
Applikationslésungen gefragt. So schlieBt
sich der Kreis aus dem Produkt- und
Informationsangebot der BONDexpo und
der MOTEK erneut, weil fiir die prozesssi-
chere und qualitative Applizierung von Kleb-
und Dichtstoffen bei den im Vergleich groB-
flachigen Modulen leistungsfahige Roboter-
und Handlingsysteme unerlasslich sind.
Neue Mérkte zum Greifen nah

So gesehen  Ubernimmt  die
BONDexpo Fachmesse fiir industrielle
Klebetechnologien hier nicht nur eine
Mittlerfunktion, sondern sie fungiert
auch als eine Art Konjunkturmotor, im
dem sie die Anwendung der Roboter-
und Handlingsysteme fiir die Produktion
von Photovoltaik-Komponenten
und Solarmodulen férdert. Die 3.
BONDexpo jedenfalls wird sich im
Jahr 2009 mehr als nur behaupten,
denn den modernen Klebverbindungen
gehért genauso die Zukunft wie den
aktuellen Hybridlésungen, wobei diese
Technologien und Verfahren keineswegs
auf die Automobilindustrie und deren
Zulieferer beschrénkt bleiben wird.
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